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目的/用途說明
    為提升邊緣運算晶片系統產業鏈結推動計畫之交流推廣活動辦理品質，且提升我國廠商運用智慧應用產業相關交流管道的成效，並強化交流主題的精準度，擬邀請外部專業團隊針對此類活動提供執行規劃建議，並協助執行計畫內指定之廠商交流活動。對應計畫查核點2-1-B。    
1、 規格/功能需求
(1) 交付物
1. 「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案辦理規劃建議書1份，檔案格式為PPT電子檔。
2. 「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案執行成果報告書1份，檔案格式為請購單位提供之固定Word電子檔，且照片原始檔須另行提供。
(2) 交付物「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案辦理規劃建議書內容建議包含但不限於以下項目：
1. 活動辦理規劃摘要：如辦理背景分析、活動主題設定與定位、預期效益…等。
2. 承辦廠商簡介：如廠商所具備的特色或優勢，組織介紹與團隊組成、過往執行實績…等資訊。
3. 活動辦理規劃：如活動主題、Keynote探討議題、辦理方式(含報名)、與會人員、講者人選、活動場地、活動滿意度調查…等項目之規劃與建議。
4. 活動推廣規劃：如整體推廣策略(如不同工具推廣策略)、推廣用視覺設計2版(含)以上…等項目之規劃與建議。
5. 各項工作規劃時程與執行人力建議。
(3) 交付物「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案執行成果報告書內容建議包含但不限於以下項目：
1. 「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案執行成果報告書必要條件：完成辦理1場次；晶片設計、解決方案及系統整合廠商等3位(含)以上專家擔任講者；且活動參加人數80人(含)以上。
2. 報價單所提服務項目及內容。
3. 使用請購單位提供之執行成果報告書建議格式辦理，內容應包含但不限於執行成果、簽到表、活動照片、廠商資料、Keynote與焦點對談重點、專題報導以及與本場活動相關會議紀錄等佐證資料。
4. 報告書內容須經請購單位確認同意，若經請購單位檢閱後認有遺漏或說明不清之處，廠商須配合調整或增補本份報告書內容。
2、 檢測/驗收標準
提交內容以上述規格/功能需求為主，且規劃書與報告書之內容應符合上述所列之相關功能需求，廠商據此提供驗收用報告並經請購單位確認同意。

3、 交貨期
 115 年 9 月 20 日
4、 公告金額及付款標準
本案公告金額為新台幣95萬元(含稅),廠商應於公告金額內報價，超過此金額，工研院得不接受。請依採購規範書與評分表撰寫服務計畫書（含經費表）回傳
(1) 第一期款總訂購單金額之50%：廠商應於得標後15個工作天內，提出執行「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案辦理規劃建議書1份，經請購單位同意請款。
(2) 第二期款總訂購單金額之50%：廠商應於115年9月20日，提出「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案執行成果報告書1份，經請購單位同意請款。
5、 訓練：□有  ■無
6、 保固：□有  ■無
7、 服務：■有  □無
(1) 廠商需具備即時應變支援能力。
(2) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。
8、 廠商交付文件：■有  □無
(1) 「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案辦理規劃建議書
(2) 「2026半導體供應鏈競爭力論壇」合作專案執行成果報告書
9、 工作環境及安全衛生注意事項：□有  ■無
10、 廠商資格條件：□有  ■無特別要求
11、 其他說明事項
(1) 禁止轉包或分包：得標廠商不得將本案履行項目之全部或主要部分，由他人代為履行；違反此約定者，本院得解除合約或終止合約，並得要求損害賠償。
(2) 保密責任：得標廠商因執行本計畫而知悉或持有關於本研究計畫之相關文件(包括但不限於報名資料、設計圖稿等)，非經本院事前書面同意，不得洩漏或交付第三人。得標廠商應負責要求其參與本計畫人員遵守本條之規定，如有違反規定者，應負責賠償本計畫經費二倍之費用。
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